Teplovodiva pasta GD66, 0.5¢g

Kédy produkti:

Kéd produktu: AM7324 l |
EAN13: - | S E
HS kod: 38249996 ‘ @®GD 6 6-

S b
Parametry produktu: G0 Brand ESie Themlaleease% i |

N , b pll‘j; .ourgd.net Accord with RoHS
Barva: Seda mlww 0 Gz

Max. provozni teplota: 200 °C
Tepelna vodivost: 1,05 W/mK

Varianty produktu:

Popis vyrobku:

Kvalitni teplovodiva pasta na chladic¢e s tepelnou vodivosti az 1.05W/mK.
Termopasta je urCend pro zajisténi lepsiho prenosu tepla mezi tepelnym
zdrojem - elektronickou komponentou a jejim chladicem. Ta vyplniuje
nerovnosti mezi povrchem chladice a povrchem chlazené komponenty a
tim zvySuje prenos tepla na chladic¢, ktery ma pak veétsi efektivitu chlazeni.
Diky pouziti teplovodivé pasty tak celkové zefektivnite chlazeni a
prodlouzite zivotnost chlazenych komponent. Vhodné pro vSechny
polovodice (LED diody), procesory, grafické karty, pamétové moduly a
dalSi. Pasta neni elektricky vodiva.

Tepelna vodivost: 1.05W/mK
Minimalni provozni teplota: -50°C
Maximalni provozni teplota: 200°C
Mérna hmotnost: > 2.1 g/Cc

Hmotnost baleni: 0.5g

Galerie:
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